Horkovzdusna pigtole/fén

400 KC

Miniaturni kiiZovy Sroubovak +
miniaturni rovny Sroubovak

Plastova $pachtle (Opening
tool) + plastova pacitka
(kytarova trsatkal

CCA 100 KC

Spachtle

120 KC

7

300 KC
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-
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opravit sami

red nékolika lety se zacaly nenapadné objevovat lepené
mobilni telefony a notebooky, které svym majitelim ne-
umoznuji ani vymeénit akumuldtor. ProtozZe jsme zvéda-
vi a radi se vécem divame pod kapotu, moc se nam to
nelibilo, ale chdpeme, Ze to mad sva prakticka opodstat-
néni a vyrobci tak necini jen proto, aby z kapes zakaznikl vy-
tahli o par korun vic. Pravda ale je, Ze sSroubky z kryt mizi a po-
moci klasického Sroubovdku dnes oteviete maximalné skiin
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Na prvni pohled se mize zdat, Ze moderni mobilni
zarizeni nejde v domacich podminkach opravit, a dokon-
ce ani otevrit. Neni to ale zase tak tézké. Ukazeme vam
postup a poradime vam i nékolik uzite¢nych trika.

MICHAL BARES, CHRISTOPHER SCHMIDT

stolniho pocitace. Chcete-li se dostat do utrob mobilniho tele-
fonu nebo tabletu, musite prekonat silnou vrstvu lepidla
a koupit si specidlni Sroubovaky, plastova pacidla a teplovzdus-
nou pistoli. Mate-li ale dostatek trpélivosti a par specidlnich
nastrojli, ukdzeme vam, jak rozebrat a vymeénit zdkladni dily
smartphonu Samsung Galaxy SIII, tabletu Apple iPad2 a mo-
derniho ultrabooku.

Nastroje, které jsme pri rozebirani téchto tfi zafizeni pouzili,
Ize levné koupit v internetovych obchodech eBay, Amazon,
DealExtreme atd. Zajimavym zjiSténim pro nas bylo, jak nece-
kane teézké je rozebrat nenapadneé vypadajici ultrabook, a fakt,
ze Samsung Galaxy SIII lze rozebrat o poznani snadnéji nez
Apple iPad2.

Uz jen rozlepeni krytu mobilnich zatizeni je povazo-
vano za neopravnénou manipulaci a v autorizovaném servisu
je snadno poznaji. Nasledujici postupy tedy zkouSejte pouze
na zafizenich s proslou zarucni lhiitou nebo v pripadé, ze by
servisni oprava byla drazsi nez nakup nového pristroje.
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GALAXY S

Rozebrani je hracka

Telefon Samsung Galaxy SllI [ze snadno
rozebirat, takZe na ném muzZete provadét
drobnéjsi opravy, jako je vymeéna Wi-Fi
antény nebo slotu pro SIM kartu.

0DSROUBOVANi ZADNIHO PANELU Galaxy SIII poloZte disple-

jem dolli na mékky hadrik, abyste si jej neposkrabali.
Sejmeéte kryt baterie a vyndejte baterii, SIM kartu i pamétovou
SD kartu. Pomoci miniaturniho Philips Sroubovaku vyjméte
10 $roubt drzicich zadni panel telefonu. Zadni panel uchopte
v misté mezi prostorem pro baterii a vnéjsim okrajem a opatr-
né za néj tahejte, dokud se neuvolni zdpadka pobliz fotoapara-
tu. Nyni mazete kryt snadno sejmout.

VYMENA WI-FI ANTENY Horni éast prostoru pod krytem zabi-

ra po celé sifce telefonu plastova soucastka, na které se na-
chazi reproduktor, zditka pro pripojeni sluchdtek a dvé antény
pro Wi-Fi a GPS. Tento modul 1ze v pfipadé poruchy snadno vy-
meénit, staci zadat do vyhledavace na strance dealextreme.com
heslo ,i9300 speaker®, a muzete jej mit za necelych 10 dolard.
Postovné je zdarma, ale na dodani si muizete pockat i nékolik
tydnd. Pokud pospichate, zadejte do vyhleddvace heureka.cz
heslo ,i9300 anténa“ a vyberte si z fady prodejct, ktefi anténu
maji v CR skladem, ov§em za vy$§i cenu. Vyména modulu je veli-
ce snadna: pomoci nehtu nebo malé plastové Spachtle odpojte
konektor pod fotoaparatem, ktery spojuje modul s telefonem.
Poté modul z levé strany pomoci $pachtle vyjméte z telefonu.
Zacvaknéte novy modul a pripojte zpét konektor.

VYMENA SLOTU PRO SIM/SD KARTU Pokud vés telefon po pa-

du nebo nedobrovolné koupeli prestane rozpoznavat SIM
kartu nebo SD kartu, bude na viné pravdépodobné kombino-
vany slot, ktery lze snadno vymeénit. Ndhradni soucdstku ma-
Zete sehnat na dealextreme.com (heslo ,i9300 card slot”) za
5 dolart. Konektor staci odpojit pomoci $pachtle (opatrné jej
vysunte do strany). Poté $pachtli odloupnéte slot, ktery je prile-
pen lepidlem.

DEMONTAZ ZAKLADNI DESKY Pfi vyméné displeje nebo sni-

mace fotoapardtu je z Galaxy SIII nutné nejprve vyjmout
zakladni desku. Nejdfive odpoijte kabel vedouci z prostoru pro
baterii nahoru na zakladni desku, ddle rozpojte protahly ko-
nektor predni kamery a vlevo dole konektor displeje. V pravém
spodnim rohu uvolnéte ¢erny Sroub a rozpojte zastrcku anté-
ny. Anténu lze odpojit lehkym pdacenim u jejiho vrchniho
uchytu. Nyni uz muiizete vyjmout zdkladni desku i s pfipoje-
nym fotoaparatem.

VYMENA DISPLEJE Nahradni displej s dotykovou vrstvou

a prednim krytem prijde v pripadé SIII cca na 3 500 K¢, na
dealextreme.com jej bohuzel nemaji, takze je nutné nakupo-
vat v drazsich obchodech. SpiSe nez o vyménu displeje jde
v pripadé SIII o pfesun vymontovanych komponent do nového
krytu s novym displejem. Soucdstky namontujte v opa¢ném
poradi, neZ v jakém jste je vyndavali ze starého krytu.
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Lepene telo

Apple pouzil k uzavreni tabletu misto
Sroubd lepidlo, i tak lze ale v domaécich
podminkach vymeénit jeho soucastky

a akumulator. Budete vsak potrebovat
horky vzduch a hodné trpélivosti.

NAHRATI PREDNIHO KRYTU Po otevieni tabletu se mohou mezi

displej a kryci sklo snadno dostat prachové necistoty, pokus-
te se tedy pracovat v co nejcistSim prostredi. Kryci dotykové sklo
iPadu je prilepeno k hlinikovému ramu tabletu, ale lepici vrstvu
1ze uvolnit pomoci tepla. Nejprve musite pomoci fénu nebo tep-
lovzdusné pistole nastavené na nizkou teplotu zahtat pravou
cast kryciho skla u kraje tabletu (cdst, na které je reguldtor hlasi-
tosti). Zafizeni nesmi byt vystaveno vyssi teploté nez 80 °C. Asi
5 cm od vrchniho okraje nechal vyrobce mezeru v lepici vrstve,
kam lze po jejim zahrati vsunout tenkou $pachtli, trsatko nebo
plastové pacidlo. Nahradni kryci sklo lze napt. na Amazonu kou-
pitis potfebnymi ndstroji za cenu okolo 20 liber.

DEMONTAZ KRYCIHO SKLA Opatrné vsurite $pachtli do vyse

zminéné mezery tak, aby se nazdvihlo sklo, poté ji zasunte
cca 1,5 cm dovnitr pristroje. Nezasouvejte ji az pod sklo, proto-
Ze to by se zbytecné uspinilo lepidlem. Nyni opatrné posouvej-
te Spachtli smérem ke spodnimu okraji tabletu. Narazite-li na
vétsi odpor lepidla, problematické misto opét lehce zahfejte.
Sklo, které jste jiz oddélili, by se nemélo prilepit zpét k lepidlu,
takZe jej podlozte napriklad plastovymi trsatky zasunutymi
doprostfed stran. Od tohoto kroku budete muset postupovat
jesté opatrnéji.

OKOLO WI-FI ANTENY OPATRNE Béhem otevirani tabletu mu-

site ddt pozor, abyste neposkodili citlivé pripojeni Wi-Fi
antény. Ta je umisténa na spodni hraneé cca tfi centimetry od
pravého rohu. V této oblasti (ve vzddlenosti od 2,5 do 5,5 cm od
pravého dolniho rohu) doporucujeme pouzivat malou Spachtli
nebo plastové trsatko, které nesmi byt pod sklo zasunuto vic
nez tfi milimetry, jinak poskodi anténu. Trsatkem opatrné po-
souvejte smérem ke stfedu dolni hrany iPadu. V okoli tlacitka
Home budete muset Spachtli trochu povytdhnout. Jakmile do-
jdete na levy spodni roh, zdvihnéte sklo a podlozte jej Spachtli.

ODKLOPENI KRYCIHO SKLA Vezméte druhou §pachtli a zacné-

te odlepovat sklo z pravého horniho roku proti sméru ho-
dinovych rucicek. Horni hrana tabletu je lepena velmi pevné,
ale v okoli predni kamerky a prostoru, kde je ulozen kabel dis-
pleje (levy bok, 2,5 az 6 cm od spodniho okraje), budete muset
postupovat opatrné a pracovat pouze §pickou Spachtle. Az od-
lepite displej po celém obvodu, uchopte sklo za pravy spodni
a pravy horni roh a odklopte jej stejné, jako byste otevirali kni-
hu. Sklo polozZte na mékky hadfik, aby se neuspinilo a nepo-
Skrabalo.
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DEMONTAZ DISPLEJE Odsroubuijte Ctyfi kiizové srouby, které drzi

LCD panel, a displej ¢astecné odklopte stejné jako kryci sklo. Po-
zor, abyste neposkrdbali horni plochu displeje, dotykejte se pouze
jeho hran. Odpojte kabely vedouci z desky do displeje.

ODPOJENi KABELU DOTYKOVE VRSTVY Rozpojte konektor spojujici

dotykovy displej s motherboardem. Pro odpojeni je treba pomo-
ci plastové Spachtle odklopit zardzky po obou strandch konektoru.
Vysunte z konektoru kabelovou kSandu a uvolnéte ji na mistech, kde
je lepidlem pfichycena k télu tabletu. Poté vyjméte panel a vytahneé-
te kabel, jenz se nachazi mezi displejem a Sasi. Pokud byste chtéli vy-
meénit pouze dotykovou vrstvu, a ne cely displej, mizete tak nyni
ucinit. Na internetu ji najdete pod heslem ,iPad Digitizer" casto se
prodava dohromady spolu s pfednim sklem.

VYJMUTI ZAKLADNI DESKY Rozpojte zaklapéci konektor, ktery spojuje

LCD panel s deskou, poté uvolnéte pasku, kterou je prilepen svazek
kabelti spojujicich motherboard s dokovacim konektorem. Pokud ji nej-
prve nahfejete horkovzdusnou pistoli, pijde to snadnéji. Nyni uvolnéte
vsech pét konektorti a pét Sroubt, které upevnuji desku k sasi tabletu.

VYMENA BATERIE Zadni stranu iPadu zahiejte pomoci horko-

vzdusné pistole a baterii uvolnéte lehkym pacenim z levé strany.
Dejte pozor, abyste neohnuli desticku uprostfed akumuldtoru. Na-
misto staré baterie vloZte novou a pri opétovné montazi iPadu po-
stupujte opa¢nym zputsobem, nez jakym jste jej rozebirali.

inzerce



TRENDY // TESTY // TECHNIKA

NOTEBOOK

Tenke a lehke note-
hooky se opravuiji hure

Moderni ultrabooky a tenké notebooky,

jako je napriklad Fujitsu Lifebook E753,
neni tak snadné upgradovat Ci opravovat.

VYMENA RAM MODULD Pamétové RAM moduly SO-DIMM

s délkou 6,8 cm a vyskou 3 cm jsou ulozeny ve dvou slotech
umisténych nad sebou. V pripadé rozebiraného notebooku Fu-
jitsu Lifebook E753 lze k témto modulim pfistupovat snadno
pomoci samostatnych dvifek, umisténych na spodni casti
notebooku. Sloty jsou zajistény jednim Sroubem a izolovany
pomoci plastové félie. Pro vyménu modulu je tfeba odklopit
nozicky, které modul sviraji z obou stran; poté tento modul
sam povyskoci ze slotu smérem ven a staci jej pouze vytdhnout
ven. Pokud modul sdm nevyskoci cca o 45° smérem k vam, bu-
de nutné jej pred vytazenim opatrné vyklopit smérem ven
z notebooku. Stejny postup opakujte i pfi vytazeni druhého,
hloubégji ulozeného modulu. Pro vyménu nebo upgrade kapa-
city RAM doporucujeme pouzivat pouze pamétové moduly se
stejnymi specifikacemi, jaké maji stavajici moduly (informace
najdete bud na nich, nebo pomoci néjakého diagnostického
programu). Pfi vyméné nebo upgradu doporucujeme pouzit
dva shodné moduly se stejnou kapacitou (napf. 2x 8 GB), jeli-
koz paméti ve dvoukandlovém rezimu pracuji rychleji. Samo-
zfejmé je nutné pouzit stejny typ modulli (novéjsi notebooky
DDR3, star$i DDR2) a oba kusy musi mit stejnou frekvenci
(napf. 400, 667 nebo 1 033 MHz). Nové moduly opatrné zasunte
do slotli pod uhlem 45°, domacknéte je a ujistéte se, Ze jejich
drzaky spravneé zapadly na misto.

0DSROUBOVANI SPODNIHO VIKA Spodni kryt Fujitsu Lifebook

E753 slouzi stejné jako v pripadé ultrabookt k vyztuzeni ce-
lého $asi. To znamengd, Ze se po jeho sejmuti na rozdil od béz-
nych notebookd nedostanete k zdkladni desce. Motherboard je
v jeho téle ulozen procesorem dolli a dostanete se k nému az po
vyjmuti kldavesnice a vrchni ¢asti Sasi. Nejprve tedy polozte za-
vieny notebook na viko displeje, vyndejte baterii a optickou me-
chaniku (obé jsou snadno pristupné) a poté vysroubujte vSech-
ny Sroubky, které se pod nimi nachazeji.

VYJMUTI KLAVESNICE Otocte Lifebook E653 zpét displejem na-

horu a otevrete jej. Pomoci Spachtle opatrné nazdvihnéte
klavesnici; zacnéte uprostred jejtho pravého okraje. Ohebna kla-
vesnice je upevnéna v notebooku prostrednictvim drobnych za-
razek na jejim spodnim a vrchnim okraji. Po uvolnéni opatrné
klavesnici naklonte a dejte pozor, abyste neutrhli kabely klaves-
nice a trackpointu. Odpojeni kabelti od konektort je trochu ob-
tiZnéjsi, budete muset bud nadzvednout drobnou packu, ktera
prekryva kSandu po celé jeji délce, nebo povytahnout dva zamky
nachazejici se blizko konektoru smérem ke kabelu.
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SEJMUTI SVRCHNIHO KRYTU V daliim kroku odmontujte stfibr-

ny svrchni kryt notebooku. Uchopte jej na strané u displeje
a stejné jako pri demontazi klavesnice odpojte od konektor(i tii
ploché kabely vedouci k touchpadu, ¢tecce otiskd prstd a vypina-
¢i. Kabel k reproduktoru je uchycen pomoci malého ctyrpinové-
ho konektoru.

VYJMUTI PEVNEHO DISKU Nyni uz muzete vidét zelenou spodni

cast zdkladni desky a napravo uloZeny pevny disk. Pevny
disk Lifebooku E753 neni pfipojen pomoci kabeld, ale je zasunut
piimo do SATA konektoru zakladni desky, navic jsou na néj nasa-
zeny kousky gumové pény, které zabranuji jeho pohybu a tlumi
vibrace. Pfed vymeénou disku za model s vétsi kapacitou nebo za
SSD disk nejprve uvolnéte plochy kabel, ktery vede napfic celou
zakladni deskou, pak vyndejte gumovou pritlacnou cdst a vy-
sunte disk ze zakladni desky. Na novy disk nasadte gumovy obal
a nasunte jej do motherboardu.

ODPOJENI WI-FI ANTEN Samotny Wi-Fi modul ma podobu pii-

davné mini PCI Express karty o velikosti cca 3 cm. Zasouva se
do slotu pod klavesnici a je pripojen ke dvéma anténnim kabe-
ldm. Mizete jej nahradit modernéjsim, 5GHz modulem (napf.
Intel Centrino Advanced-N 6235, cca 500 K¢). Nejprve odpojte
oba anténni kabely a zapamatujte si, ktery je pfipojen ke konek-
toru Main a ktery je pfipojen k Aux konektoru. Kabely nejsetrné-
ji odpojite pomoci plastové tenké Spachtle tak, Ze ji podsunete
pod né a co nejblize ke konektoru a jemneé zapdcite.

VYMENA WI-FI MODULU Vyména modulii zasunutych do mini

PCle slotu probiha podobné jako vyména pamétovych mo-
dul RAM, jen s tim rozdilem, ze modul v mini PCle slotu neni
zajistén pacickami, ale Sroubkem. Ten vysroubujte, Wi-Fi kartu
naklonte a vysunte ji ze slotu. AZ budete k novému modulu pfi-
pojovat anténni kabely, dejte pozor, abyste je pripojili spravné
(Main na Main, Aux na Aux).

DEMONTAZ ZAKLADNI DESKY Pro pfistup k procesoru je nutné

z tohoto notebooku nejprve vymontovat zakladni desku.
Nejprve vysroubujte Sest Sroubd, které ji drzi v $asi, a poté odpoj-
te konektor u Wi-Fi modulu a dva konektory nachdzejici se na-
pravo od chladice. Uchopte zdkladni desku na strané VGA portu
a opatrné ji vyklopte na opa¢nou stranu.

0DPOJENI CHLADICE vymontuijte tfi §rouby, které fixuji chla-

di¢ na zakladni desce. Na spodni strané desky se uvolni pod-
lozka chladice. Sejméte chladic¢ nejprve z procesoru, poté od-
montujte chladici heatpipe a Zebrovi chladice. Az budete chladi¢
montovat zpét, postupujte opa¢nym zptisobem.

1 VYMENA CPU Vyfotte si procesor zasazeny do zakladni des-

ky, abyste pozdéji védéli, jak v ni byl ulozen. Diilezitd je po-
zice bilého trojuhelniku na CPU, ktera urcuje, jak ma byt zasazen
do patice na zakladni desce. Procesor je v patici uchycen pomoci
jednoho Sroubu, ktery se nachdzi v jeho tésné blizkosti, pfimo na
patici CPU. Pomoci jemného Sroubovaku jej otocte o 180° proti
smeéru hodinovych rucicek, ¢imz dojde k otevfeni patice. Proce-
sor uchopte ze stran a vysunite jej z patice. Po vyméné nezapo-
mente na novy procesor nanést trochu teplovodivé pasty, priloz-
te na néj chladic a upevnéte jej tremi Srouby.
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